
CHAP 6
創新驅動增長

6.1 持續創新研發，保持領先技術

6.2 近年投入之發展成果

6.3 精材公司創新研發成果與智財管理



● 積極發展晶圓級封裝，導入
    車用、監控、生物辨識感測
     器封裝服務等

● 積極開發高頻元件相關封裝
    服務，因應5G高頻通訊，
    車聯網，物聯網等應用

● 持續先進技術的研發與製造技術
    的精進，以因應市場需求

● 持續開發晶圓級封裝製程，結合
    客戶需求，提供各項感測器的封
    裝服務

● 開發新的晶圓級封裝技術應用於
    手機、筆記型電腦、個人行動電
    子裝置、穿戴式裝置、汽車環景
    安全、倒車影像、安全監測裝置
    及光學影像感測器等

● 供應晶圓級封裝測試技術及資
    源，應用於各類微機電系統、環
    境、氣壓元件等封裝製造及因應
    5G 高頻通訊，車聯網，物聯網
    等應用。發揮晶圓級封裝的特性
    於各類輕薄短小之消費性電子、
    電腦、通訊、資訊電子、光學元
    件等

● 應用晶圓級封裝技術，提供指紋
    辨識器與其他生物辨識器的封裝
    服務，因應3D感測市場

● 定期執行設計開發專案進度會
    議，掌握先進開發進程。

● 積極發展晶圓級封裝，導入車
    用、監控、生物辨識感測器封
    裝服務等

● 積極開發高頻元件相關封裝服
    務，因應5G高頻通訊，車聯
    網，物聯網等應用

● 研發壓電微機電元件中段
    加工製程；單晶片微機電
    揚聲器的開發

● 精進影像感測器封裝製程

● 研發組織
● SDG 12.責任消費及
                生產

創新研發 達   成

重大主題 達成狀況具體管制方針 中長期目標2 0 2 3年度評估機制與成果2 0 2 3年度目標 權責單位 對應之S D G s
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精材公司是一家領先的晶圓級尺寸封裝技術公司，致力於通過創

新研發推動技術進步和業務增長。公司核心價值為「持續創新」，

並將其視為企業技術成長之動力。

精材公司亦是全球晶圓級封裝（WLCSP）領域的領導者，擁有

多年的深耕和豐富經驗。

精材公司晶圓級封裝的領先技術主要體現在以下幾個方面：

6.1 持續創新研發，保持領先技術

01.

02.

03.

04.

成為第一家將三維晶圓層級封裝技術商品化的

公司。

將三維晶圓層級封裝技術拓展應用到包括消費

性電子、通訊、可攜式電腦和汽車等各種不同

的市場領域。

持續投資於先進的封裝應用技術，長期投入於

工程研發團隊之研發工程，滿足市場客戶需求

與強化產品之功效。

2023年研發總預算已達年度總營收5.78%，約

3.69億元新台幣，位居臺灣地區同業領先地

位，亦已超越許多世界級一流科技產業研發比

重。

公司成立以來主要成就

》規模化生產能力
    精材公司是全球產能最大的晶圓級封裝供應商之一，

    擁有成熟的生產工藝和嚴格的品質控制體系，能夠滿

    足客戶大規模生產的需求。

》先進的封裝技術
    公司擁有眾多專利技術，能夠為客戶提供高性能、高

    可靠性的晶圓級封裝產品。

》完整的系統級設計解決方案
    本公司不僅提供晶圓級封裝產品，還提供全面的系統

    級設計解決方案，協助客戶快速推出產品。

》敏捷的市場應對能力
    公司持續密切關注市場趨勢和客戶需求，能夠快速推

    出新產品和新服務，滿足客戶需求。
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》持續先進技術的研發與製造技術的精進，以因應市場需求。

》持續開發晶圓級封裝製程，結合客戶需求，提供各項感測器

    的封裝服務，

》用晶圓級封裝技術，提供指紋辨識器與其他生物辨識器的封

   裝服務，因應3D感測市場。

》供應晶圓級封裝測試技術及資源，應用於各類微機電系統、

   環境、氣壓元件等封裝製造及因應 5 G 高頻通訊，車聯網，

    物聯網、醫療等應用。發揮晶圓級封裝的特性於各類輕薄短

   小之消費性電子、電腦、通訊、資訊電子、光學元件等。

》開發新材料和新工藝，如GaN晶圓級後護層技術。

》實現可持續發展理念，將不斷朝向永續發展目標研發創新，

   重視生命週期過程中對於環境保護、能資源管理與人身健康

   安全的影響，期望透過更優化的綠色設計，強化製程效率與

   改善降低對環境之衝擊。

精材公司晶圓級封裝技術主要分為 未來創新研發發展方向

目前精材公司所經營業務之技術層次與研究發展列表

說     明

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

TSV（矽穿孔）封裝技術：成功導入CIS ( CMOS Image Sensor ) 產品量產，並應用於微機電 ( MEMS ) 等相關封裝製程且
已完成封裝驗證導入量產。

CIS-CSP 製程改善技術：導入車規影像封裝產品，已完成車規封裝驗證導入量產。

導入特殊光學鍍層玻璃，並應用於各式先進光學感測器。

開發厚銅製程，成功應用於整合式被動元件產品及射頻元件產品。

產  品  別 主要用途 主要應用領域

影像感測器、環境感測器

指紋辨識感測器、作動感測器、微機電元件、
功率、類比及RF元件

手機、平板、筆記型電腦、汽車、醫療

手機、平板、筆記型電腦、汽車

晶圓級尺寸封裝

晶圓級後護層封裝

導入紅外線鍍層玻璃，並應用於手機之先進光學感測器元件。

新一代改良矽穿孔封裝 ( TSV CSP ) 晶圓級封裝技術研發。

超薄感測器元件晶圓級封裝技術開發暨量產。

指紋辨識器的晶圓級封裝技術開發暨量產。

12吋晶圓級封裝的技術開發，並持續量產各式產品。

新一代生物辨識感測器封裝製程開發完成，通過可靠度測試並量產。

以核心技術開發應用於客戶IR sensor特殊需求之Si載板蓋，並完成客戶打樣樣品。

持續以核心TSV技術，開發MEMS speaker封裝方式，並完成客戶測試，進入小量量產階段。
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發展Glassless CIS封裝方式，成
功提供客戶樣品

精進生物辨識感測器封裝製程通過可靠度測試及試量產

微機電喇叭封裝製程開發及送樣

研發壓電微機電元件中段加工製程；單晶片
微機電揚聲器的開發，可應用於手持裝置式
的藍芽耳機、真無線藍芽耳機等產品

開發MEMS第二代產品封裝方式，通過客戶測試進入試產階段。

將8吋TSV銅導線技術，應用於環境感測器產品封裝

6.2 近年投入之發展成果

2015 2016 2017

2018

2023
2022

20192020

2021

因應市場穿戴裝置、車聯網及數
位通訊等市場的需求

Al導線TSV製程開發完成並通過可靠度測試

- 研發成果 -

針對CSP封裝需求提供不同導線需求

- 主要功能/效益 -

- 主要功能/效益 -

超薄感測器的封裝製程開發

- 研發成果 -

因應未來手機薄型化的需求而開發相關感測
元件的超薄CSP封裝技術

- 主要功能/效益 -

新型生物辨識感測器封裝製程開發完成並
通過可靠度測試

- 研發成果 -

因應手機及金融交易市場的應用

產品可應用於AR / VR相關應用

- 主要功能/效益 -

- 研發成果 - - 研發成果 -

- 研發成果 -

- 研發成果 -

新型3D感測器封裝製程通過可靠度測試
與開拓5G功率元件客源暨客戶樣品送樣

因應3D感測器應用

- 主要功能/效益 -

搭配module house的封膠成型技術，可利
用在於車用影像模組

搭配module house的打線封裝技術，可應用於麥克風、揚聲器等領域

產品可應用於手錶、手機等環境光源偵測

- 主要功能/效益 - - 主要功能/效益 -

- 主要功能/效益 -

- 研發成果 -
射頻元件的封裝製程開發

因應未來5G高頻率應用，
如車聯網及電動車領域

- 主要功能/效益 -

- 研發成果 -
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精材公司高度重視智慧財產在高科技產業中的戰略重要性，長期

以來積極投入智慧財產領域的發展。公司不僅持續檢視與優化其

智慧財產管理制度規範，確保系統的完整性，也透過全面的專利

技術配置，加強各業務單位的智慧財產布局。此外，為了符合政

府的公司治理政策，加強產業領導地位，並保護研發成果，精材

公司制定了與營運目標相結合的智慧財產策略，透過高效的智慧

財產管理制度，創造和增加智慧財產權的無形資產價值，不僅保

財產管理制度，創造和增加智慧財產權的無形資產價值，不僅保

障了公司的營運自由，同時也增強了技術產品的核心競爭力，進

而支持公司與客戶的利益，並推動公司的長期發展。

精材公司是一家擁有強大研發實力的晶圓級封裝技術公司，積極

布局專利，以保護其知識產權和提升競爭力。

截至2023年底，精材公司已取得全球共755件專利，其中包括：

台灣專利

中國專利

日本專利

275 件

203 件

8 件

德國專利

美國專利

1 件

268 件

台灣專利

中國專利

美國專利

9 件

1 件

5 件

在2023年度，精材公司新取得了15件專利，其中包括：

此外，精材公司還有一系列先進封裝技術的結構設計和製造方法

等方面的專利案件正在陸續申請中。我們將繼續致力於智慧財產

的保護和管理，通過在各國獲得專利保護，保障公司的智慧財產

權，顯著提升研發競爭能力，以在市場競爭中保持領先地位。

6.3 精材公司創新研發成果與智財管理

智慧財產管理制度

智慧財產管理與經營

智慧財產類別 管    理 經    營

專    利

商    標

專利挖掘與提案
● 結合營運目標挖掘具潛力之發明，
    輔導協助發明人申請專利

專利品質提升 ● 定期召開專利評審會

專利獎勵 ● 設立專利獎金鼓勵各部門創新研究
智慧財產類別 內部管理辦法

專    利
智慧財產權保護管理程序

獎金管理辦法

機密資訊保護政策

機密等級變更聲請單

機密安全授權調查單

機密安全調查報告

招募聘僱管理辦法

保密約款 ( 新進全體員工 )

離職作業管理辦法

商標申請及使用管理辦法

營業秘密

商    標

營業秘密 PIP政策推動
● 定期召開PIP委員會、舉行教育訓
    練與稽查

保密合約

● 員工簽署個人保密合約

● 客戶、供應商及研究合作單位均簽
    署保密合約

專利電子化 ● 建立電子化專利管理系統

專利教育訓練

定期檢討已核准商標之使用與維護

● 智慧財產權相關課程
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